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製品仕様

□ 短時間リフローが可能なＳＰシリーズペースト

高速（150mm/s）印刷での転写状態

□ Ｍ705と同等以上、低銀でも高品質を確保

卓越した有機合成技術で、短時間リフローを実現

0.4mmPitch BGA　開口 200um／マスク厚100um

従来品（所々のドットに印刷不良） SPシリーズ（印刷不良が見られない）

□ 固溶体強化で高品質を獲得
純粋な金属（Sn）

外部ストレス

欠陥

固溶体強化

外部ストレス

異質な原子の混入で変形を抑制

Bi，In の添加元素による

固溶強化の効果から、

低Ag化の強度低下を補う

転移・変形

Ｍ40＆Ｍ46

● 高品質な低銀化を達成
● プロファイルの変更が不要
● 高速印刷が可能
● 短時間リフローが可能
● 生産歩留が安定

高騰する貴金属の使用を抑え、Ｍ705同等以上の品質特性を達成

融点の低温化技術でＭ705と同一条件実装を実現、大幅な生産コストを削減

熟知したレオロジー理論で高速印刷に耐えるペーストを実現、生産効率の向上に大きく寄与

卓越した有機合成技術で短時間リフローを実現、生産効率の向上に大きく寄与

長年培った総合技術力が高品質を実現しており、常に高い生産歩留まりを約束します

□ SPシリーズで、生産タクトを約30％短縮

各種合金の耐熱疲労性比較

温度サイクル数（cyc）
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温度サイクル条件 : －40～＋85℃ 保持時間 30min 
基板表面処理 : Cu＋OSP 搭載部品 : 3216チップ抵抗
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□ 高速印刷が可能なSPシリーズペースト
高度なレオロジー技術と微細な真球パウダーが高速印刷を可能に

0.4mmPitch BGA　開口 200um／マスク厚100um

微細なパウダー 150mm/s での印刷状態

短時間リフローでも品質は確保

チップ部品 シールドケース

充分な濡れ性を確保

界面合金層の生成

充分な接合性を確保

SPシリーズ用プロファイル

温
度
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従来の Pbフリーはんだ

約45％の短縮

リフローの短縮化で生産効率をUP

マウント リフローM40-SP
series

マウント リフロー

印刷

現行品

生産タクト時間（sec）
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印刷タクト時間
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リフロータクト時間

約30％の短縮

1Ag M401Ag M401Ag M40

0.3Ag M460.3Ag M460.3Ag M46

3Ag M7053Ag M7053Ag M705

0.3Ag SAC03050.3Ag SAC03050.3Ag SAC0305


